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DESCRIPCION

Procedimiento para fabricar soportes de datos y soportes de datos semi acabados, asi como soportes de datos y
soportes de datos semi acabados.

La invencion se refiere a un procedimiento para fabricar soportes de datos electrénicos de capas multiples con, al
menos, una bobina de transpondedor para la transferencia de datos y/o energia sin contacto, y para producir un
producto semi acabado para un soporte de datos de este tipo, y también a un soporte de datos o un producto semi
acabado de soporte de datos producido de este modo.

Los soportes de datos electronicos de capas multiples con bobina de transpondedor para la transmisiéon de datos sin
contacto sirven, por ejemplo, como tarjeta de crédito, talonario electrénico o tarjeta de identidad, pero también como
titulo de transporte, tarjeta de entrada a espectaculos, etiqueta de seguridad, colgante de seguridad y similares. Una
0 mas de las capas interiores de un soporte de datos de este tipo portan componentes electrénicos tales como chip,
bobina de transpondedor, etc. y pistas conductoras que conectan estos componentes. Los componentes
electronicos de las capas interiores se protegen de las influencias ambientales mediante capas de cobertura
exteriores. Las capas de cobertura pueden estar impresas y/o entintadas y presentar escotaduras para la
transferencia adicional de datos por contacto directamente con un chip incluido en el soporte de datos.

En este contexto se conoce el procedimiento consistente en formar la bobina de transpondedor mediante dos
porciones de bobina dispuestas en la misma superficie de una capa de soporte que, mediante el plegado de la capa
de soporte, quedan dispuestas una sobre otra y entran en contacto mutuo a través del intersticio formado por el
plegado. En las posiciones en las que las porciones de bobina superpuestas se cruzan se prevé una capa aislante
para evitar cortocircuitos. Se puede tratar de una capa de laca aislante (WO-A-00/13140, DE 10000090 A1), un
ndcleo separador (DE 19811578 Al) o una parte de la propia capa de soporte abatida entre la capa de soporte
plegada (WO-A-2004/012138). Una capa de soporte plegada de este tipo puede servir como producto semi
acabado, en particular como funda, para la fabricacion de un soporte de datos electrénico de capas multiples, o
puede constituir por si misma el soporte de datos electronico de capas multiples.

El documento DE 19942932 Al da a conocer un soporte de datos de este tipo. El documento describe un
procedimiento para la fabricacién de tarjetas inteligentes formadas mediante el plegado de una hoja troquelada. A
continuacion se comprime la hoja plegada y se activa el adhesivo previamente aplicado. En una ultima operacion se
troquela o recorta la tarjeta inteligente de la hoja. Las reivindicaciones independientes 7 y 8 estan delimitadas por
dicho documento.

El objetivo de la presente invencion consiste principalmente en indicar un procedimiento para fabricar soportes de
datos y productos semi acabados de soporte de datos plegados de este tipo.

Este objetivo se resuelve mediante las caracteristicas indicadas en las reivindicaciones independientes. En
reivindicaciones subordinadas a éstas se indican configuraciones ventajosas y perfeccionamientos, y también
soportes de datos y productos semi acabados de soporte de datos que se pueden fabricar con dicho procedimiento.

La invencion parte de un proceso continuo, en el que la capa de soporte que se ha de plegar para formar el soporte
de datos o el producto semi acabado de soportes de datos se va tomando de un rollo. Por regla general, un proceso
continuo de este tipo resulta mas econdmico que una produccion de tarjetas individuales. Las porciones de bobina,
que no se unen formando una bobina operativa hasta que se efectla el plegado de la capa de soporte, pueden estar
dispuestas previamente sobre la capa de soporte o se pueden disponer sobre una superficie de ésta en una etapa
de procedimiento especial. A continuacion, la capa de soporte se pliega a lo largo de una linea de plegado que se
extiende entre las dos porciones de bobina, de modo que las dos porciones de bobina quedan dispuestas sobre las
caras interiores mutuamente enfrentadas de la capa de soporte plegada. La capa de soporte asi plegada se une
formando un material compuesto de capas, preferentemente en una estacion de laminacién integrada en el
dispositivo completo, entrando las dos porciones de bobina en mutuo contacto a través del intersticio formado por el
plegado. En una operacion independiente, los soportes de datos o productos semi acabados de soporte de datos se
separan de la capa de soporte plegada. En un caso ideal, las dimensiones se eligen desde un principio, de tal modo
que solo sea necesario cortar la banda de soporte plegada en secciones constantes. Mientras que, de acuerdo con
una realizacion, la linea de plegado se puede extender transversalmente con respecto a la direccién de
desenrollado, de acuerdo con una realizacion preferente la linea de plegado se extiende paralela a la direccion de
desenrollado. En este caso se obtiene una banda de capa de soporte con una gran cantidad de bobinas dispuestas
una tras otra.

Una ventaja particular de esta fabricacién continua consiste en que las capas independientes no han de proceder de
rollos diferentes, sino que, gracias al plegado de la capa de soporte, se pueden formar a partir de una Unica capa.
Por consiguiente, es posible suprimir en gran medida los controles costosos para evitar una desalineacion entre
materiales de soporte aportados desde rollos diferentes. Mas bien, la alineacion exacta de los elementos entre si ya
se logra mediante la posibilidad de disponer los mismos con exactitud de registro entre si sobre la misma superficie
de la capa de soporte. Unicamente es necesario asegurar que el plegado de la capa de soporte se realice con la
mayor exactitud posible por las lineas de plegado previstas para ello.
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En lugar de una Unica linea de plegado también pueden estar previstas una o mas lineas de plegado adicionales
que se extienden paralelas a la primera linea de plegado lateralmente junto a las dos porciones de bobina y que
preferentemente se pliegan de tal modo que la capa de soporte se puede plegar facilmente en zigzag durante el
proceso de plegado. Si se prevén dos de estas lineas de plegado adicionales, éstas se disponen preferentemente en
lados mutuamente opuestos con respecto a las dos porciones de bobina.

Mientras que el plegado de la capa de soporte a lo largo de la (primera) linea de plegado entre las dos porciones de
bobina hace que las dos porciones de bobina sean plegadas hacia adentro y queden dispuestas una sobre otra en
las caras interiores mutuamente enfrentadas de la capa de soporte plegada, el plegado en zigzag hace que la capa
de soporte sea plegada hacia afuera a lo largo de la linea o las lineas de plegado adicionales. La misma superficie
de la capa de soporte que porta las dos porciones de bobina plegadas hacia adentro constituye entonces la capa
exterior del soporte de datos o producto semi acabado de soporte de datos para la parte de la capa de soporte
plegada hacia afuera a lo largo de la linea de plegado adicional.

De acuerdo con una forma de realizacién preferente de la invencion, si sobre esta superficie orientada hacia afuera
(o sobre las dos superficies orientadas hacia afuera en caso de dos lineas de plegado adicionales) de la capa de
soporte se dispone un layout (disefio/disposicion) de soporte de datos, por ejemplo por impresion, antes del proceso
de plegado dicho layout se encuentra junto con las dos porciones de bobina sobre una superficie comun de la capa
de soporte.

La ventaja lograda con esta configuracion consiste en que todos los elementos del posterior soporte de datos se
pueden disponer sobre la misma superficie de la capa de soporte, en particular los componentes electronicos
incluyendo las dos porciones de bobina, un microchip, una eventual capa aislante para evitar cortocircuitos entre las
dos porciones de bobina, y el layout. Siempre que sea técnicamente posible, los elementos individuales se pueden
montar juntos en el mismo procedimiento. Por ejemplo, tanto las partes de la bobina de transpondedor como el
layout se pueden aplicar mediante el procedimiento de offset.

Los cortocircuitos entre las dos porciones de bobina plegadas una sobre otra en la zona en la que éstas se cruzan
entre si se pueden evitar, mediante la aplicacion de material aislante en las zonas expuestas a este riesgo, por
ejemplo, en forma de una capa de laca de superficie completa o parcial. Alternativamente, en el intersticio entre las
dos porciones de bobina se puede disponer una capa intermedia aislante independiente de la capa de soporte, que
se desenrolla a partir de un segundo rollo en forma de una capa de |Amina o papel.

En el ejemplo de realizacion preferente (las lineas de plegado se extienden en la direccion de desenrollado), el
plegado para obtener un substrato de capas multiples en forma de una pieza plana se puede llevar a la practica
elegantemente aplicando fuerzas perpendiculares sobre la superficie de la capa de soporte en las zonas de las
lineas de plegado, mientras que, al mismo tiempo, unas fuerzas transversales actlan sobre los dos lados
longitudinales de la capa de soporte para comprimir la capa de soporte. Las fuerzas que actian en direccion
perpendicular provocan un acercamiento mutuo de las partes del material de la capa de soporte. Evidentemente, en
caso de varias lineas de plegado, esto implica la actuacion de fuerzas perpendiculares opuestas respectivamente
entre si en zonas de lineas de plegado directamente adyacentes entre si. El resultado es un plegado a modo de
acordeon. La cantidad de lineas de plegado en este plegado a modo de acordedn no esté limitada. Cada linea de
plegado adicional significa una capa adicional del substrato de capas multiples a producir. Por ejemplo, los dos
extremos exteriores de la capa de soporte plegada a modo de acordedn pueden ser translicidos y se pueden plegar
sobre el layout orientado hacia afuera de tal modo que los layouts sigan siendo reconocibles visualmente a través de
la capa de soporte translicida plegada. De este modo, el layout se puede proteger frente a las influencias
ambientales. Esto permite tener mas libertad para elegir los medios de aplicacién del layout.

No obstante, no es obligatorio plegar toda la capa de soporte a modo de acordedn. También es posible otro tipo de
plegado en el proceso continuo, aunque resulta técnicamente mas costoso. Por ejemplo, puede estar previsto plegar
la capa de soporte esencialmente a modo de acordedn, pero no plegar una de las dos caras exteriores de la capa de
soporte hacia afuera, sino plegarla hacia adentro de tal modo que constituya una capa intermedia aislante entre las
dos porciones de bobina plegadas una sobre otra, con el fin de evitar cortocircuitos.

La invencion se explica a continuacién por medio de ejemplos con referencia a los dibujos adjuntos. En los dibujos:

- la figura 1 muestra una capa de soporte con bobina de transpondedor y layout anterior y posterior segin una
primera forma de realizacion;

- la figura 2 muestra el modo de plegado de la capa de soporte de la figura 1 con capa aislante insertada;
- la figura 3 muestra la capa de soporte de la figura 1 plegada sobre si misma con la capa aislante;
- la figura 4 muestra una seccién de un material en rollo segin un primer ejemplo de realizacion;

- las figuras 5a a 5¢ muestran direcciones de aplicacion de fuerzas durante el plegado automatico;
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- la figura 6 muestra un dispositivo completo para fabricar soportes de datos y productos semi acabados de soporte
de datos;

- la figura 7 muestra un perfeccionamiento de la capa de soporte segun la figura 1;

- la figura 8 muestra una capa de soporte con bobina de transpondedor y layout anterior segin una segunda forma
de realizacion;

- la figura 9 muestra el modo de plegado de la capa de soporte de la figura 8;
- la figura 10 muestra la capa de soporte de la figura 8 plegada sobre si misma;
- la figura 11 muestra una seccién de un material en rollo segin un segundo ejemplo de realizacion.

La figura 1 muestra, como una primera realizacion, una vista desde arriba de una capa de soporte 1 con una bobina
de transpondedor 2 aplicada de forma conocida sobre la capa de soporte 1 mediante un procedimiento de impresion
0 un procedimiento corrosivo. Las figuras 2 y 3 muestran por un lado el modo de plegado de la capa de soporte 1,
por otro, el soporte de datos 100 o un producto semi acabado de soporte de datos formado por la capa de soporte 1
plegada.

La bobina de transpondedor 2 consiste en una primera porcién de bobina 2a y una segunda porcion de bobina 2b
con una respectiva zona de contacto 3a y 3b, respectivamente. Durante el plegado (figura 2), las dos zonas de
contacto 3a, 3b quedan dispuestas una sobre otra, cuando la capa de soporte 1 se pliega sobre si misma por la
linea de plegado imaginaria 4 representada mediante una linea discontinua. Una de las dos porciones de bobina 2a,
2b, en el caso representado la segunda porcion de bobina 2b, presenta ademas conexiones de contacto 5 para
conectar un componente electrénico 8, en particular un chip, a la bobina de transpondedor 2. En lugar de producir y
montar el chip 8 por separado, también es posible producir sus componentes electrénicos en uno o mas procesos de
impresion utilizando polimeros semiconductores. El plegado subsiguiente del material de soporte proporciona a los
polimeros semiconductores una proteccion adicional contra la entrada de oxigeno, con lo que se evitan efectos de
degradacion.

La propia capa de soporte 1 consiste en un material aislante, preferentemente en una lamina de plastico o una capa
de papel o carton. El material de soporte también puede consistir en combinaciones de estos materiales, en
particular en una lamina de plastico co-extrudida, por ejemplo. Las lineas de plegado pueden estar perforadas o ser
mas delgadas para facilitar el proceso de plegado.

Por consiguiente, la capa de soporte 1 se divide en una primera zona la con la primera porcion de bobina 2a y una
segunda zona 1b con la segunda porcién de bobina 2b, y ademas una tercera zona 1c y una cuarta zona 1d. Las
lineas de plegado 4, 6 y 10 que separan las zonas la a 1d se extienden paralelas entre si. La primera linea de
plegado 4, como se ha descrito, se extiende entre las dos porciones de bobina 2a, 2b y la segunda y la tercera linea
de plegado 10 y 6 estan dispuestas de tal modo que, por un lado, las dos porciones de bobina 2a, 2b estan situadas
a un lado de la segunda linea de plegado 10 y un primer layout en la zona 1d esta situado al otro lado
correspondiente de la segunda linea de plegado 10 en la misma superficie y, por otro lado, las dos porciones de
bobina 2a, 2b estan situadas a un lado y la zona 1c con un segundo layout esté situada al otro lado correspondiente
de la tercera linea de plegado 6.

En el ejemplo de realizacion representado, el primer layout de la cuarta zona de capa de soporte 1d incluye un
retrato del usuario de la tarjeta, en particular una fotografia impresa, datos individuales del usuario, por ejemplo su
nombre, elementos de seguridad épticamente variables, como por ejemplo un elemento épticamente variable OVD
tal como muestra la figura, y similares. Debido al proceso de plegado descrito mas adelante, este layout queda
orientado hacia afuera en el soporte de datos 100 o el producto semi acabado de soporte de datos definitivo. Lo
mismo es aplicable al segundo layout en la tercera zona de capa de soporte 1c, que también esta aplicado sobre la
misma superficie de la capa de soporte 1 en la que se encuentra las dos porciones de bobina 2a, 2b y el primer
layout de la cuarta zona de capa de soporte 1d. En el ejemplo de realizacion representado, el segundo layout de la
zona la capa de soporte 1c incluye una banda magnética 11 y un cédigo de barras. También se pueden prever otros
elementos de seguridad, informaciones impresas y similares.

La figura 2 muestra el proceso de plegado correspondiente a la capa de soporte 1 representada en la figura 1. Las
cuatro zonas de capa de soporte 1a, 1b, 1c, 1d se pliegan una sobre otra a modo de acordeon, de forma que los dos
layouts de las dos zonas de capa de soporte 1c y 1d quedan orientados hacia afuera con respecto a las dos
porciones de bobina 2a, 2b puestas en mutuo contacto. En el espacio intermedio entre las dos porciones de bobina
2a, 2b se inserta una capa intermedia aislante 14 para evitar cortocircuitos entre las dos porciones de bobina 2a, 2b.
La capa intermedia aislante 14 presenta una escotadura 15 para conectar eléctricamente entre si a través de la
misma las dos zonas de contacto 3a, 3b utilizando un botén de contacto o un adhesivo de contacto 9 (figura 3).
Dado que las dos porciones de bobina 2a, 2b no estan conectadas eléctricamente entre si a través de la linea de
plegado 4, sino que mas bien estan interrumpidas en dicho lugar, la capa aislante presenta una segunda escotadura
16 para conectar eléctricamente entre si a través de la misma las zonas de contacto correspondientes 12a, 12b de
los dos extremos de interrupcion de las dos porciones de bobina 2a, utilizando un boton de contacto o un adhesivo
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de contacto 13 (figura 3). En cambio, si las dos porciones de bobina 2a, 2b estan conectadas eléctricamente entre si
a través de la primera linea de plegado 4, se puede prescindir de las zonas de contacto 12a, 12b y el boton de
contacto 13. En lugar de una lamina o una capa de papel, la capa intermedia 14 también puede consistir en una
laca, que en caso dado se limita Gnicamente a las zonas criticas para los cortocircuitos.

Tal como muestra la figura 3, la capa de soporte 1 plegada sobre si misma se puede procesar mediante laminado
utilizando presion y en caso dado calor, y con o sin aplicacion de un adhesivo, para obtener un soporte de datos o
producto semi acabado de soporte de datos en forma de pieza plana. Alternativa o adicionalmente, sobre el borde
exterior de la capa de soporte 1 se puede aplicar un adhesivo antes de plegar las zonas de capa de soporte una
sobre otra, con el fin de obtener una unién firme de las zonas de capa de soporte 1a a 1d plegadas una sobre otra.

La capa de soporte 1 plegada sobre si misma, mostrada en la figura 3, se puede utilizar como un soporte de datos
terminado, pero también puede servir como producto semi acabado de soporte de datos, por ejemplo como funda
procesable en un soporte de datos terminado. En cualquier caso, la capa de soporte 1 se puede imprimir, revestir o
configurar de otro modo para que, una vez plegada, presente por ambas caras una imagen individual
correspondiente al uso previsto deseado. En este contexto es preferible disponer un layout Unicamente en la
superficie de la capa de soporte en la que también estan dispuestas las dos porciones de bobina 2a, 2b y los demas
componentes electrénicos, como el chip 8.

La figura 4 muestra una seccion de un material en rollo en la que la capa de soporte puede incluir cualquier cantidad
de piezas troqueladas sucesivas, incluyendo cada una de las piezas troqueladas cuatro zonas de capa de soporte
la a 1d. En la figura 4 se pueden ver las lineas de plegado 4, 6 y 10. Esta prevista una capa intermedia 4 con
escotaduras 15 y 16 para zonas de contacto 3a, 3b y 12a, 12b. Esta se puede desenrollar en forma de banda de
lamina o papel a partir de un rollo independiente y colocar sobre las zonas de capa de soporte la (alternativamente
sobre las zonas de capa de soporte 1b). En lugar de la tira de lamina o de papel, la capa intermedia también puede
estar configurada como un revestimiento aislante, por ejemplo una laca. Las flechas de la figura 4 indican la
direccion en la que el material en rollo es transportado a una maquina. Las lineas de plegado 4, 6 y 10 se extienden
paralelas a dicha direccion.

Las figuras 5a a 5¢c muestran esquematicamente, en relacion con el ejemplo de la capa de soporte 1 representado
en las figuras 1 a 4, las direcciones de aplicacion de fuerza y los lugares de aplicacion de fuerza para plegar la capa
de soporte 1 a modo de acordedn. En primer lugar se aplican fuerzas opuestas entre si 201 y 202 en las lineas de
plegado 10 y 6 por un lado y en la linea de plegado 4 por otro lado, con lo que la capa de soporte 1 adopta una
forma en zigzag (figura 5a). A continuacion se aplican sobre las zonas de capa de soporte exteriores 1d y 1c unas
fuerzas opuestas 203 y 204 perpendiculares a las primeras (figura 5b), para llevar la capa de soporte 1 al estado
representado en la figura 5c. Estas fuerzas se pueden aplicar a la capa de soporte 1 durante su transporte, con lo
gue se fabrica facilmente una banda de capa de soporte 1 plegada.

La figura 6 muestra un dispositivo de fabricacion correspondiente, que incluye, al menos, un dispositivo de
desenrollado 20 para desenrollar la capa de soporte 1, un dispositivo de plegado 23 para plegar la capa de soporte 1
y un dispositivo de separacion 25 para separar la capa de soporte plegada 1 en forma de soportes de datos 100 o
productos semi acabados de soporte de datos. Ademas pueden estar previstas una 0 mas estaciones de montaje 21
para montaje de componentes electrénicos, como por ejemplo el chip 8, sobre la superficie de la capa de soporte 1.
Los componentes electronicos son conducidos a la estacion de montaje 21 a través de un dispositivo de
alimentacion 22. Opcionalmente también esta prevista una estacién de laminado 24 para estabilizar la capa de
soporte 1 plegada mediante la aplicacion de presion y/o calor.

En la figura 6, aparte de los componentes electronicos que todavia han de ser montados, todos los demas
elementos, en particular los layouts 17, 18, la estructura de antena 2, el elemento dpticamente variable OVD y
similares, ya estan presentes sobre la capa de soporte 1 y se desenrollan del rollo junto con la capa de soporte. No
obstante, el dispositivo de procesamiento segun la figura 6 también se puede ampliar con modulos de
procesamiento correspondientes, en particular estaciones de presion y similares.

La antena 2 y los layouts 17, 18 se pueden aplicar de forma combinada mediante el procedimiento de offset. En este
proceso se puede aplicar una lamina metalica mediante una aplicacion de lamina en frio y acto seguido se puede
imprimir el layout. A diferencia de las aplicaciones de laminas de efecto convencionales, para las que se requiere
una maquina de alta presidon o una maquina de impresion flexogréfica, la lamina en frio se aplica mediante dos
unidades de impresion offset convencionales. En la primera unidad de impresion se aplica el adhesivo a través del
mecanismo entintador y una placa de impresién offset sobre toda la capa de soporte o sobre parte de ella,
dependiendo de las necesidades. La segunda unidad, la unidad de laminado en frio propiamente dicha, dispone de
unidades de recogida y desenrollado para la aplicacion de la lamina. Esta se introduce junto con la capa de soporte
en el intersticio de presion entre el cilindro de tela de goma y el cilindro de impresion y se aplica por presion sobre
las partes del material de impresion revestidas con adhesivo. Después de desprender la lamina de soporte queda
una capa metalica sobre la capa de soporte. Mediante una sobreimpresiéon subsiguiente de la lamina se pueden
lograr mudltiples matices de color. La firma Heidelberger Druckmaschinen AG dispone de dispositivos
correspondientes. La capa aislante se puede incorporar conjuntamente en linea en el procedimiento offset.
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También es posible un proceso en dos etapas. En la primera etapa sobre la capa de soporte 1 se aplica la antena 2
y en la segunda etapa se realiza la impresion de disefio para generar el layout 17, 18. El procedimiento de impresion
puede variar en funcién de las necesidades. Para una configuracién de disefio individual resulta adecuado un
procedimiento de inyeccién por chorro de tinta.

Sobre todo en caso de bandas de soporte de papel resulta conveniente utilizar un agente adherente. La aplicacion
de una capa de agente adherente puede tener lugar ya en la fase preliminar, por ejemplo en forma de un
revestimiento de PEBD (polietileno de baja densidad) o PEAD (polietileno de alta densidad).. El agente adherente
también se puede aplicar con otros procedimientos, por ejemplo serigrafia, antes del proceso de laminacién.

Como ya se ha mencionado, los componentes electrénicos del soporte de datos también se pueden producir en uno
0 mas procesos de impresion sobre la superficie de la capa de soporte 1 utilizando polimeros semiconductores, tal
como se conoce en principio en la electrénica de polimeros. El plegado subsiguiente del material de soporte
proporciona a los polimeros semiconductores una proteccion adicional contra la entrada de oxigeno, con lo que se
evitan efectos de degradacion.

La figura 7 muestra un perfeccionamiento de la capa de soporte de las figuras 1 a 3. Este ejemplo de realizacion
presenta dos zonas de capa de soporte adicionales le y 1f, que consisten, al menos en parte, en un material
transparente. Cuando la capa de soporte 1 se pliega sobre si misma a modo de acorde6n, tal como muestra la figura
7, estas zonas de capa de soporte translicidas le, 1f quedan dispuestas sobre los layouts de las zonas de capa de
soporte 1c, 1d, con lo que los layouts estan protegidos frente a las influencias ambientales y ademas siguen siendo
visibles para un observador a través de las zonas transltcidas 1e, 1f.

Las figuras 8 a 10 muestran una segunda forma de realizacién. A diferencia de la primera forma de realizacion
segun las figuras 1 a 3, en este caso la tercera zona de capa de soporte 1¢’ no actia como capa de cobertura
orientada hacia afuera, sino como una capa aislante plegada hacia adentro. La zona de capa de soporte 1¢’ se
pliega a lo largo de la tercera linea de plegado 6 sobre la segunda porcién de bobina 2b antes de plegar sobre éstas
la primera zona de capa de soporte 1la con la primera porcion de bobina 2a a lo largo de la primera linea de plegado
4, para evitar asi cortocircuitos entre partes cruzadas entre si de las porciones de bobina 2a, 2b plegadas una sobre
otra. En la tercera zona de capa de soporte 1¢’ esta troquelada una escotadura 7 de tal modo que, cuando la capa
de soporte 1 esté plegada, la escotadura 7 queda situada exactamente entre las zonas de contacto 3a, 3b de las dos
porciones de bobina 2a, 2b. Esta técnica se da a conocer en el documento WO 2004/012138, mencionado en la
introduccion. Sin embargo, a diferencia de ello, la capa de soporte 1 de la segunda forma de realizacion
representada presenta ademas de las zonas 1a, 1b y 1c’ la zona adicional 1d, en cuya superficie esta aplicado el
layout que, después del plegado, finalmente queda orientado hacia afuera y es visible para un observador.

La figura 9 muestra la secuencia de plegado correspondiente de las zonas de capa de soporte 1a a 1d por medio de
flechas. Como ya se ha mencionado, en primer lugar la tercera zona de capa de soporte 1¢’, que actia como capa
aislante, se abate sobre la segunda zona de capa de soporte 1b y a continuacion la primera zona de capa de
soporte 1a se pliega sobre la zona de capa de soporte aislante 1c’. Antes, durante o después de este proceso, la
zona de capa de soporte 1d se pliega a lo largo de la segunda zona de capa de soporte 1a, con lo que el layout de la
cuarta zona de capa de soporte 1d queda orientado hacia afuera, como muestra la figura 10. Por consiguiente, es
visible para un observador en el soporte de datos definitivo 100 o en el producto semi acabado de soporte de datos.
Ademas, en la vista lateral de la capa de soporte 1 plegada sobre si misma con el chip encerrado dentro de ella
mostrada en la figura 10 se puede ver claramente que las dos zonas de contacto 3a, 3b estdn conectadas
eléctricamente entre si a través de la escotadura 7 de la tercera zona de capa de soporte 1c aislante por medio de
un botén de contacto o un adhesivo de contacto 9.

La secuencia de plegado mostrada en la figura 9 también se puede automatizar aplicando fuerzas correspondientes
en posiciones adecuadas y en la direccién adecuada sobre la capa de soporte 1 durante el transporte del material en
rollo. Sin embargo, debido a los diferentes sentidos de plegado, este proceso de plegado es mas complicado de
automatizar que el simple plegado en acordedn antes descrito. En esta forma de realizacion en lugar de separar los
soportes de datos 100 o productos semi acabados de soporte de datos del material en rollo después del plegado y
en caso dado laminado, el material en rollo también se puede separar en hojas antes del plegado, para a
continuacion plegarlo y laminarlo antes de separar los soportes de datos 100 o producto semi acabados de soporte
de datos de las hojas plegadas. En particular, en este caso las tiras de piezas troqueladas de la capa de soporte 1
también pueden estar orientadas en direccion perpendicular a la disposicion representada en la figura 4.

Esta variante se representa en la figura 11. La figura 11 muestra una seccion de un material en rollo en la que la
capa de soporte presenta en total cuatro tiras de piezas troqueladas adyacentes y paralelas entre si. Las flechas de
la figura 11 indican la direccién en la que el material en rollo representado es transportado a una maquina. A
diferencia de las formas de realizacion antes mencionadas, en este ejemplo de realizacién la capa de soporte
presenta solo tres zonas de capa de soporte respectivamente, es decir, las zonas 1a, 1b con las porciones de
bobina 2a, 2b, y una zona adicional 1d con un layout que queda orientado hacia afuera después del plegado de la
capa de soporte. En este caso faltan la zona de capa de soporte 1c con un segundo layout para la cara posterior y la
zona de capa de soporte 1c’ plegada hacia adentro. En lugar de ello sigue directamente una zona de capa de
soporte 1d para el siguiente soporte de datos o producto semi acabado de soporte de datos, de modo que, en este

6
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ejemplo de realizacion, la linea de plegado 6’ marca finalmente una linea de separacion por la que se separa la capa
de soporte 1. Los layouts 17 y 18 de las diferentes zonas de capa de soporte 1d son correspondientemente
diferentes. En este ejemplo de realizacion, la capa de soporte 1 se puede dividir respectivamente en hojas que
incluyen cuatro zonas de capa de soporte 1a, 1¢’, 1d adyacentes antes de que dichas hojas sean plegadas,

laminadas y divididas en soportes de datos o producto semi acabados de soporte de datos independientes del modo
anteriormente descrito.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para fabricar soportes de datos electronicos de capas mdltiples con al menos una bobina de
transpondedor (2) para la transferencia de datos y/o energia sin contacto en un procedimiento continuo, que incluye
las etapas consistentes en:

- desenrollar una capa de soporte en forma de banda (1) a partir de un rollo de alimentacién (20),

- si no estan ya presentes, colocar dos porciones de bobina (2a, 2b) de la bobina de transpondedor (2) sobre una
superficie de la capa de soporte,

- plegar la capa de soporte, al menos, a lo largo de una primera linea de plegado (4) que se extiende entre dos
porciones de bobina (2a, 2b) de tal modo que las dos porciones de bobina (2a, 2b) quedan situadas en caras
interiores mutuamente enfrentadas de la capa de soporte (1) plegada,

- unir la capa de soporte (1) plegada para formar un material compuesto de capa de soporte en el que las dos
porciones de bobina (2a, 2b) entran en contacto mutuo a través del intersticio formado por el plegado,

- separar un soporte de datos del material compuesto de capa de soporte, y

- plegar la capa de soporte a lo largo de, al menos, una linea de plegado adicional (10) que se extiende paralela a la
primera linea de plegado (4) lateralmente junto a las dos porciones de bobina, de tal modo que la capa de soporte
en conjunto se pliega en zigzag,

aplicandose sobre la superficie sobre la que estan dispuestas o sobre la que se disponen las porciones de bobina
(2a, 2b) al menos un layout de tal modo que la linea de plegado adicional (10) queda situada entre el layout y las dos
porciones de bobina (2a, 2b), y estando dispuestas las dos porciones de bobina (2a, 2b) a un lado de la linea de
plegado adicional (10) y el layout del otro lado correspondiente de dicha linea de plegado adicional (10) sobre la
misma superficie.

2. Procedimiento para fabricar soportes de datos electrénicos de capas mdltiples con al menos una bobina de
transpondedor (2) para la transferencia de datos y/o energia sin contacto en un procedimiento continuo, que incluye
las etapas consistentes en:

- desenrollar una capa de soporte en forma de banda (1) a partir de un rollo de alimentacion (20),

- si no estan ya presentes, colocar dos porciones de bobina (2a, 2b) de la bobina de transpondedor (2) sobre una
superficie de la capa de soporte,

- plegar la capa de soporte, al menos, a lo largo de una primera linea de plegado (4) que se extiende entre dos
porciones de bobina (2a, 2b) de tal modo que las dos porciones de bobina (2a, 2b) quedan situadas en caras
interiores mutuamente enfrentadas de la capa de soporte (1) plegada,

- unir la capa de soporte (1) plegada para formar un material compuesto de capa de soporte en el que las dos
porciones de bobina (2a, 2b) entran en contacto mutuo a través del intersticio formado por el plegado,

- separar un soporte de datos del material compuesto de capa de soporte, y

- plegar la capa de soporte a lo largo de dos lineas de plegado adicionales (6, 10) que se extienden paralelas a la
primera linea de plegado (4) lateralmente junto a las dos porciones de bobina en lados opuestos de las mismas, de
tal modo que la capa de soporte en conjunto se pliega en zigzag,

aplicandose sobre la superficie sobre la que estan dispuestas o sobre la que se disponen las porciones de bobina
(2a, 2b), al menos, un layout de tal modo que las lineas de plegado adicionales (6, 10) quedan situadas entre el
layout y las dos porciones de bobina (2a, 2b), y estando dispuestas las dos porciones de bobina (2a, 2b) a un lado
de las lineas de plegado adicionales (6, 10) y el layout del otro lado correspondiente de dichas lineas de plegado
adicionales (10) sobre la misma superficie.

3. Procedimiento segun la reivindicacién 1 o 2, caracterizado porque la primera linea de plegado (4) se extiende en
la direccién de desenrollado.

4. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque las fuerzas aplicadas para el
plegado incluyen, por una parte, fuerzas dirigidas perpendicularmente sobre la superficie de la capa de soporte en la
zona de la linea de plegado y, por otra, fuerzas opuestas entre si que actian sobre los lados de la capa de soporte,
de modo que la capa de soporte se dobla por la zona de plegado en la direccion de plegado correspondiente.
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5. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por la etapa adicional consistente en
disponer una capa aislante (14) entre las dos porciones de bobina (2a, 2b) en una zona en la que las dos porciones
de bobina (2a, 2b) se cruzan después de la etapa de plegado de la capa de soporte (1).

6. Procedimiento segiin una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la etapa de unién de la capa de
soporte para obtener un material compuesto de capa de soporte incluye un proceso de laminacién.

7. Producto semi acabado para un soporte de datos electrénico de capas mdltiples, que incluye una capa de soporte
(1) con una superficie en la que estan dispuestas, al menos, dos porciones de bobina (2a, 2b) de una bobina de
transpondedor (2) para la transferencia de datos y/o energia sin contacto, estando plegada la capa de soporte (1) a
lo largo de una primera linea de plegado (4) que se extiende entre las dos porciones de bobina de tal modo que las
dos porciones de bobina (2a, 2b) estan situadas en caras interiores mutuamente enfrentadas de la capa de soporte
(1) plegada, estando las dos porciones de bobina (2a, 2b) en mutuo contacto a través del intersticio formado por el
plegado, y presentando la capa de soporte (1) una segunda linea de plegado (10) a uno de cuyos lados estan
dispuestas las dos porciones de bobina (2a, 2b), caracterizado porque al otro lado de la segunda linea de plegado
(10) esta aplicado un primer layout en la misma superficie que las dos porciones de bobina (2a, 2b), y porque la
capa de soporte (1) esta plegada a lo largo de la segunda linea de plegado (10) de tal modo que el primer layout
esta orientado hacia afuera con respecto a las dos porciones de bobina (2a, 2b) que estan en mutuo contacto.

8. Soporte de datos electrénico de capas mdltiples con, al menos, una bobina de transpondedor (2) para la
transferencia de datos y/o energia sin contacto, que incluye una capa de soporte (1) con una superficie en la que
estan dispuestas, al menos, dos porciones de bobina (2a, 2b) de la bobina de transpondedor (2), estando plegada la
capa de soporte (1) a lo largo de una primera linea de plegado (4) que se extiende entre dichas dos porciones de
bobina de tal modo que las dos porciones de bobina (2a, 2b) estan situadas en caras interiores mutuamente
enfrentadas de la capa de soporte (1) plegada, estando las dos porciones de bobina (2a, 2b) en mutuo contacto a
través del intersticio formado por el plegado, y presentando la capa de soporte (1) una segunda linea de plegado
(10) a uno de cuyos lados estan dispuestas las dos porciones de bobina (2a, 2b), caracterizado porque al otro lado
de la segunda linea de plegado (10) esta aplicado un primer layout en la misma superficie que las dos porciones de
bobina (2a, 2b), y porque la capa de soporte (1) esta plegada a lo largo de la segunda linea de plegado (10) de tal
modo que dicho primer layout esta orientado hacia afuera con respecto a las dos porciones de bobina (2a, 2b) que
estan en mutuo contacto.

9. Producto semi acabado o soporte de datos segun la reivindicacion 7 u 8, caracterizado porque la capa de
soporte (1) presenta una tercera linea de plegado (6), a uno de cuyos lados estan situadas las dos porciones de
bobina (2a, 2b) cerca de la linea y mas alejado de ésta esta aplicado el primer layout, y a cuyo otro lado esta
aplicado un segundo layout en la misma superficie, estando plegada la capa de soporte (1) a lo largo de la tercera
linea de plegado (6) de tal modo que el segundo layout esta orientado hacia afuera con respecto a las dos porciones
de bobina (2a, 2b) que estan en mutuo contacto.

10. Producto semi acabado o soporte de datos segun la reivindicacion 7 u 8, caracterizado porque la capa de
soporte (1) presenta una tercera linea de plegado (6’), a uno de cuyos lados estan situadas las dos porciones de
bobina (2a, 2b) cerca de la linea y més alejado de ésta esta aplicado el primer layout, y a cuyo otro lado la capa de
soporte (1) esta configurada como capa aislante (1°), estando la capa de soporte (1) plegada a lo largo de la tercera
linea de plegado (6’) de tal modo que la capa aislante esta situada como capa intermedia aislante en el intersticio
entre las dos porciones de bobina (2a, 2b).

11. Producto semi acabado o soporte de datos seglin una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado por una capa
intermedia aislante (14), independiente de la capa de soporte (1), situada en el intersticio entre las dos porciones de
bobina (2a, 2b).

12. Producto semi acabado o soporte de datos segun una de las reivindicaciones 7 a 11, caracterizado porque la
capa de soporte (1) presenta una linea de plegado adicional a uno de cuyos lados esta situado el primer layout cerca
de la linea y mas alejadas de ésta estan situadas las dos porciones de bobina (2a, 2b), y a cuyo otro lado la capa de
soporte (1) esta configurada, al menos, parcialmente como una capa translicida (1e, 1f), estando la capa de soporte
(1) plegada a lo largo de esta linea de plegado adicional de tal modo que la capa transllcida (1e, 1f) esta situada
sobre el primer layout y éste puede ser reconocido visualmente a través de la capa de soporte plegada.

13. Producto semi acabado o soporte de datos segiin una de las reivindicaciones 7 a 12, caracterizado porque las
lineas de plegado se extienden paralelas entre si.

14. Producto semi acabado o soporte de datos segun una de las reivindicaciones 7 a 13, caracterizado porque la
superficie de la capa de soporte opuesta (1) a la superficie no estd impresa ni provista de componente electrénico
alguno.
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCION

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de los
documentos de patente europeos. Aun cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripcién

« WO 0013140 A [0003] « WO 2004012138 A [0003] [0034]
« DE 10000090 A1 [0003] « DE 19942932 A1 [0004]
« DE 19811578 A1 [0003]
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